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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、ディスプレイ装置、ディスプレ
イ装置を製造する方法、及び電子デバイスに関する。デ
ィスプレイ装置は、アクティブ有機発光ダイオードＡＭ
ＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷
回路板ＰＣＢを含む。タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネ
ルの上面に配置され、タッチパネル及びＡＭＯＬＥＤパ
ネルは出線を各々有する。タッチパネルの出線とＡＭＯ
ＬＥＤパネルの出線は別個に延長されて、タッチパネル
の出線延長端とＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成
する。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネル
の出線延長端は、チップＩＣを使用することにより印刷
回路板ＰＣＢに電気的に接続される。チップＩＣは、ピ
クチャを表示するためにディスプレイ装置を駆動するよ
うに構成される。実施形態で提供されるディスプレイ装
置、ディスプレイ装置を製造する方法、及び電子デバイ
スによれば、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネル
の出線は延長され、従来技術ではＦＰＣを使用すること
によりルーティングされるタッチパネルの駆動線及びＡ
ＭＯＬＥＤパネルの駆動線に取って代わり、ディスプレ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブ有機発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び
印刷回路板ＰＣＢを含むディスプレイ装置であって、前記タッチパネルは前記ＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの上面に配置され、前記タッチパネル及び前記ＡＭＯＬＥＤパネルは出線を各々
有し、前記タッチパネルの出線及び前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線は別個に延長されて、
前記タッチパネルの出線延長端と前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成し、前記Ａ
ＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端は、前記チップＩＣを使
用することにより前記印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続され、
　前記チップＩＣは、ピクチャを表示するために当該ディスプレイ装置を駆動するように
構成される、ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端が、前記チップ
ＩＣを使用することにより前記印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端が前記チップＩ
Ｃの第１の面と第２の面にそれぞれ接続され、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又が
前記タッチパネルの出線延長端が前記印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む、請求項
１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記チップＩＣは第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを含み、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端が、前記チップ
ＩＣを使用することにより前記印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が前記第１のチップＩＣと前記ＰＣＢに接続され
、前記タッチパネルの出線延長端が前記第２のチップＩＣと前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出
線延長端に接続された後、前記タッチパネルの出線延長端が、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端を使用することにより前記印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されること、又は
　前記タッチパネルの出線延長端が前記第２のチップＩＣと前記ＰＣＢに接続され、前記
ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が前記第１のチップＩＣと前記タッチパネルの出線延長
端に接続された後、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、前記タッチパネルの出線延
長端を使用することにより前記印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることを含む、請求
項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　アクティブ有機発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び
印刷回路板ＰＣＢを含むディスプレイ装置であって、前記タッチパネルは前記ＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの上面に統合され、前記チップＩＣは前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前
記印刷回路板ＰＣＢに別個に接続され、
　前記チップＩＣは、ピクチャを表示するために当該ディスプレイ装置を駆動するように
構成される、ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板ＰＣＢに別個
に接続されることは、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板ＰＣＢが、前記チップＩＣの第
１の面と第２の面にそれぞれ接続されることを含む、請求項４に記載のディスプレイ装置
。
【請求項６】
　少なくとも１つのビアが、前記タッチパネルが統合された前記ＡＭＯＬＥＤパネルの上
面に配置され、
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板ＰＣＢに別個
に接続されることは、
　前記チップＩＣが、前記少なくとも１つのビアを設けられた前記ＡＭＯＬＥＤパネルの
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下面に接続され、前記チップＩＣは前記印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む、請求
項４に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　当該ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに含み、
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板ＰＣＢに別個
に接続されることは、
　前記チップＩＣが、前記少なくとも１つのビアを設けられた前記ＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、前記チップＩＣが、前記フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することによ
り前記印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む、請求項６に記載のディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記チップＩＣは、前記印刷回路板ＰＣＢに配置され、
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板ＰＣＢに別個
に接続されることは、
　前記印刷回路板ＰＣＢが、前記チップＩＣが配置された位置で前記ＡＭＯＬＥＤパネル
の出線延長端に接続されることを含む、請求項４乃至７のうちいずれか１項に記載のディ
スプレイ装置。
【請求項９】
　当該ディスプレイ装置は銅箔をさらに含み、前記銅箔は前記ＡＭＯＬＥＤパネルの下面
に配置され、前記銅箔は前記印刷回路板ＰＣＢに接続される、請求項４に記載の回路。
【請求項１０】
　請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載のディスプレイ装置とプロセッサとを含む電
子デバイス。
【請求項１１】
　請求項４乃至９のうちいずれか１項に記載のディスプレイ装置とプロセッサとを含む電
子デバイス。
【請求項１２】
　ディスプレイ装置を製造する方法であって、
　ＡＭＯＬＥＤパネルとタッチパネルを製造し、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線と前記タ
ッチパネルの出線を別個に延長するステップと、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのＡＭＯＬＥＤエリアを前記タッチパネルのタッチエリアにフ
ルに適合させるステップと、
　前記タッチパネルの上面にカバーガラスＣＧをフルに適合させるステップと、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの背面側に保護層を適合させるステップと、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのセクタエリア上のファンアウトルーティングと前記タッチパ
ネル上のファンアウトルーティングに熱圧縮処理を行い、前記ＡＭＯＬＥＤパネルにチッ
プＩＣの上面を接合し、前記タッチパネルに前記ＩＣの下面を接合するステップと、
　前記ＩＣに別個に接合された前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線及び前記タッチパネルの出
線を画面の背面側に曲げ、接着剤を使用することにより前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線及
び前記タッチパネルの出線を前記画面の背面側に取り付けるステップであり、曲げ軸は、
確保された曲げエリアの長い側に平行であり、統合されたディスプレイ及びタッチ制御画
面を形成する、ステップと、
　前記統合されたディスプレイ及びタッチ制御画面の出線端をＰＣＢなどの機能ボードに
接続して前記ディスプレイ装置を形成するステップと、
　を含む方法。
【請求項１３】
　前記タッチパネルのタッチエリアの下端から、前記チップＩＣが前記タッチパネルに接
合された前記確保された曲げエリアへの距離は、前記ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト
長より大きい、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記保護層は、発泡体ｆｏａｍと銅箔Ｃｕ　ｆｏｉｌを含む、請求項１２に記載の方法
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。
【請求項１５】
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのセクタエリア上のファンアウトルーティングに熱圧縮処理を
行い、前記ＡＭＯＬＥＤパネルにチップＩＣの上面を接合する前に、当該方法は、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウトに補強処理を行うステップ
　をさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記タッチパネル上のファンアウトルーティングに熱圧縮処理を行い、前記タッチパネ
ルに前記ＩＣの下面を接合する前に、当該方法は、
　前記タッチパネルのファンアウトに補強処理を行うステップ
　をさらに含む請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は電子製品技術の分野に関し、詳細には、ディスプレイ装置、ディスプレイ装置
を製造する方法、及び電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーブした画面の携帯電話は外観デザインのトレンドをリードしており、折り畳み画面
の携帯電話は近い将来に焦点となる。有機発光ダイオード（Organic　Light-Emitting　D
iode、ＯＬＥＤ）に代表されるディスプレイ技術がこのことに応じて出現し、急速に発展
している。ＯＬＥＤディスプレイ技術は、自己発光、広い視野角、ほぼ無限に高いコント
ラスト、比較的低い消費電力、及びかなり速い反応速度などの利点を有する。ＯＬＥＤデ
ィスプレイ技術は現代のディスプレイ分野で最良の技術であり、スマートフォン、タブレ
ットコンピュータ、ウェアラブルデバイス、及び車載ディスプレイなどに幅広く適用され
ている。フレキシブル基板及び薄膜封止（Thin　Film　Encapsulation、ＴＦＥ）が使用
され、ディスプレイ画面の曲げを実現し、湾曲及び屈曲を徐々に実現している。フレキシ
ブルディスプレイの回路接続設計は、ハードディスプレイのＣＯＧ（チップオングラス（
Chip　on　Glass））及びＦＯＧ（フィルムオングラス（Film　on　Glass））処理とは異
なる。フレキシブルディスプレイの回路接続設計では、フレキシブルパネル基板は、ＦＯ
Ｆ（フィルムオンフィルム（Film　on　Film））処理を使用することによりＣＯＦ（チッ
プオンフィルム（Film　on　Film、チップオンフィルム）に接続され、チップ（集積回路
（integrated　circuit）、ＩＣ）が、Ａｕ－Ｓｎ共晶とＦＰＣを使用することによりＣ
ＯＦを形成し、ＣＯＦは、ＦＯＦ処理を使用することによりメインフレキシブル印刷回路
（flexible　printed　circuit、ＦＰＣ）に接続され、最後、ボーダ対ボーダ（boarder-
to-boarder、ＢＴＢ）コネクタを使用することによりメインボードに接続され、タッチパ
ネル（touch　panel、ＴＯＵＣＨ　ＰＡＮＥＬ）ＦＰＣは、ＦＯＦを２回行うことにより
タッチパネルフィルムをメインＦＰＣに接続する。
【０００３】
　現在、（図１に示すような）一般的に使用されているディスプレイ装置では、タッチパ
ネルとアクティブ有機発光ダイオード（active-matrix　organic　light　emitting　dio
de、ＡＭＯＬＥＤ）パネルの駆動線を別個にルーティングするために２つのＦＰＣが通常
必要とされ、別のＦＰＣを使用することにより出力端がタッチパネルとアクティブ有機発
光ダイオードパネルとを並列に接続し、駆動線をＰＣＢなどの機能ボードに集中的にルー
ティングする。しかしながら、３つのＦＰＣ、パネル、及びメインボードが、ＦＯＦを４
回、ＣＯＦを１回、及びＢＴＢを１回行うことにより接続される。多数のコンポーネント
が使用され、結果として低い歩留まりと高いコストをもたらす。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態は、ディスプレイ装置を製造するために比較的多数のコンポーネント
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が使用され、結果として低い歩留まりと高いコストをもたらす従来技術の問題を解決する
ための、ディスプレイ装置、ディスプレイ装置を製造する方法、及び電子デバイスを提供
する。
【０００５】
　第１の態様によれば、本発明の一実施形態は、ディスプレイ装置を提供する。ディスプ
レイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを
含み得る。タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に配置され、タッチパネルとＡＭＯ
ＬＥＤパネルは出線を各々有する。タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は別
個に延長されて、タッチパネルの出線延長端とＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成す
る。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端は、チップＩＣを使用
することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示
するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【０００６】
　従来技術と比較し、本発明のこの実施形態におけるディスプレイ装置は、２つの独立し
たＦＰＣ、１つのＣＯＦコネクタ、及び１つのＢＴＢを削減する。これは、コストを大幅
に削減する。さらに、フレキシブルな曲げパネルは、より小さい曲げ半径を有するため、
ディスプレイ装置のフレーム幅がさらに削減され、ユーザ体験が向上する。
【０００７】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面
と第２の面にそれぞれ接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出
線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネ
ルは、チップＩＣを使用することにより統合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するために外
へ集中的にルーティングされ、それにより、チップＩＣは、ディスプレイとタッチの論理
統合機能を有し、ユーザ体験を向上させる。
【０００８】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されること、又は、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰＣＢに接続
され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの出線延長端
に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延長端を使用
することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることを含む。
【０００９】
　第２の態様によれば、本発明の一実施形態は、ディスプレイ装置を提供する。ディスプ
レイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを
含み得る。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、チップＩＣは、ＡＭ
ＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続される。チップＩＣは、ピ
クチャを表示するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００１０】
　本発明のこの実施形態におけるディスプレイ装置によれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線は折り畳まれる必要がない。これは、デ
ィスプレイ装置のフレームの幅を削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００１１】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板Ｐ
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ＣＢが、チップＩＣの第１の面と第２の面にそれぞれ接続されることを含む。タッチパネ
ルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線を折り畳む代わりにＡＭ
ＯＬＥＤパネルの出線のみが折り畳まれる。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅を
さらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００１２】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられ
たＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが、印刷回路板ＰＣＢに接続される
ことを含む。タッチパネルは、ビアを使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統
合され、相互接続され、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線をディスプレイ
装置の背面側に曲げる必要はない。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅をさらに削
減し、ユーザ体験を向上させる。
【００１３】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続され
ることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの下面
に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回路板
ＰＣＢに接続されることを含む。
【００１４】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、印
刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線端に接続さ
れることを含む。
【００１５】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００１６】
　第３の態様によれば、本発明の一実施形態は、電子デバイスを提供する。電子デバイス
は、ディスプレイ装置及びプロセッサを含み得る。ディスプレイ装置は、アクティブ有機
発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢ
を含む。タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に配置され、タッチパネルとＡＭＯＬ
ＥＤパネルは出線を各々有する。タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は別個
に延長されて、タッチパネルの出線延長端とＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成する
。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端とタッチパネルの出線端は、チップＩＣを使用することに
より印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示するために
ディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００１７】
　電子デバイスでは、フレキシブルな曲げパネルが使用され、フレキシブルな曲げパネル
は、より小さい曲げ半径を有する。これは、電子デバイスのフレームの幅を削減し、画面
対本体比を増加させる。
【００１８】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面
と第２の面にそれぞれ接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出
線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む。タッチ制御パネルとＡＭＯＬＥＤ
パネルは、チップＩＣを使用することにより統合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するため
に外へ集中的にルーティングされ、それにより、チップＩＣはディスプレイとタッチの論
理統合機能を有し、ユーザ体験を向上させる。
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【００１９】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されること、又は、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰＣＢに接続
され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの出線延長端
に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延長端を使用
することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることを含む。
【００２０】
　第４の態様によれば、本発明の一実施形態は、電子デバイスを提供する。電子デバイス
は、ディスプレイ装置及びプロセッサを含む。ディスプレイ装置は、アクティブ有機発光
ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを含
む。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、チップＩＣは、ＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの出線延長端と印刷回路板に別個に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示
するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００２１】
　本発明の実施形態における電子デバイスによれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネル
の上面に統合され、タッチパネルの出線は折り畳まれる必要がない。これは、ディスプレ
イ装置のフレームの幅を削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００２２】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板Ｐ
ＣＢがチップＩＣの第１の面と第２の面にそれぞれ接続されることを含む。タッチパネル
はＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線を折り畳む代わりに、ＡＭ
ＯＬＥＤパネルの出線のみが折り畳まれる。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅を
さらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００２３】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印
刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアが設け
られたＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが印刷回路板ＰＣＢに接続され
ることを含む。タッチパネルは、ビアを使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルの上面に
統合され、相互接続され、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線をディスプレ
イ装置の背面側に曲げる必要はない。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅をさらに
削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００２４】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに接続されることを含む。
【００２５】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは
、印刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端
に接続されることを含む。
【００２６】
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　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００２７】
　第５の態様によれば、本発明の一実施形態は、ディスプレイ装置を製造する方法を提供
し、本ディスプレイ装置を製造する方法は、
　ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルを製造し、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線とタッチパ
ネルの出線を別個に延長するステップと、ＡＭＯＬＥＤパネルのＡＭＯＬＥＤエリアをタ
ッチパネルのタッチエリアにフルに適合させ、タッチエリアに偏光子ｐｏｌを適合させ、
又はＡＭＯＬＥＤパネルの上面にｐｏｌを適合させ、又はタッチパネルの上面又は下面に
ｐｏｌを適合させ、ＡＭＯＬＥＤとタッチをフルに適合させるステップと、タッチパネル
の上面にカバーガラスＣＧをフルに適合させるステップと、ＡＭＯＬＥＤパネルの背面側
に保護層を適合させるステップと、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウトルーティングとタ
ッチパネルのファンアウトルーティングに熱圧縮処理を行い、ＡＭＯＬＥＤパネルにチッ
プＩＣの上面を接合し、タッチパネルにＩＣの下面を接合するステップと、ＩＣに別個に
接合されたＡＭＯＬＥＤパネルの出線及びタッチパネルの出線を画面の背面側に曲げ、接
着剤を使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルの出線及びタッチパネルの出線を画面の背
面側に取り付けるステップであり、曲げ軸は、曲げエリアの長い側に平行であり、統合さ
れたディスプレイ及びタッチ制御画面を形成する、ステップと、統合されたディスプレイ
及びタッチ制御画面の出線端をＰＣＢなどの機能ボードに接続してディスプレイ装置を形
成するステップと、を含み得る。
【００２８】
　可能な一実施形態において、延長された長さは、延長された出線がパネルの背面側に曲
げられ得ることを保証する必要がある。タッチエリアの下端から、ＩＣが接合された確保
されたエリアへの距離は、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト長より大きく、なぜならば
、タッチの曲げ半径は、ＡＭＯＬＥＤの曲げ半径より大きいためである。ファンアウトエ
リアは、異なる外形線及びルーティングを有することができるが、機能は同じである。フ
ァンアウト集中出線エリアでは、複雑なルーティングが集中的にＩＣに入力され、統合の
後、より少数の駆動線が出力される。
【００２９】
　可能な一実施形態において、保護層は、発泡体、銅箔などを含む。銅箔には放熱、接地
、電磁シールドなどの機能を有する。
【００３０】
　可能な一実施形態において、熱圧縮処理は、前もってＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウ
ト及びリードワイヤエリア部分に実行されてもよい。例えば、熱圧縮処理が、ＡＭＯＬＥ
Ｄパネルのセクタエリア上のファンアウトルーティングに行われ、補強プレートなどの補
強処理が、チップＩＣの上面がＡＭＯＬＥＤパネルに接合される前に行われる。望ましく
ない損失を低減するために、ＣＯＰは、代替的に、ＡＭＯＬＥＤアレイが完成された後の
段階に構成されてもよい。換言すれば、ＣＯＰは、ＡＭＯＬＥＤパネルがガラスからポリ
エチレンテレフタレート基材に移される前に完了されてもよい。
【００３１】
　可能な一実施形態において、熱圧縮処理は、前もってタッチパネルのファンアウトに実
行されてもよい。例えば、熱圧縮処理が、タッチパネル上のファンアウトルーティングに
行われ、補強プレートなどの補強処理が、ＩＣの下面がタッチパネルに接合される前に行
われる。
【００３２】
　従来技術と比較して、本実施形態で提供されるディスプレイ装置、ディスプレイ装置を
製造する方法、及び電子デバイスでは、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線
が延長され、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続され、タ
ッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネルの駆動線をルーティングするためのＦＰＣに取って代わ
る。これは、ディスプレイ装置を製造するのに比較的多数のコンポーネントを使用する必
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要があり、結果として低い歩留まりと高いコストをもたらす従来技術の問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】従来技術におけるディスプレイ装置の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図１である。
【図３】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置におけるＡＭＯＬＥＤパネル及びタ
ッチパネルの概略構造図と、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルの駆動線の概略図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置におけるＡＭＯＬＥＤパネル及びタ
ッチパネルの別の概略構造図と、本発明の一実施形態によるＡＭＯＬＥＤパネル及びタッ
チパネルの駆動線の別の概略図である。
【図５】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図２である。
【図６】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図３である。
【図７】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図４である。
【図８】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図５である。
【図９】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図６である。
【図１０】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図７である。
【図１１】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図８である。
【図１２】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図９である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の実施形態は、携帯電話、タブレットコンピュータ、及び車載デバイスなどのＡ
ＭＯＬＥＤを使用するディスプレイ装置に適用可能な、ディスプレイ装置、ディスプレイ
装置を製造する方法、及び電子デバイスを提供する。
【００３５】
　本発明のこの実施形態で提供されるディスプレイ装置は、２つの形態、すなわち、ＡＭ
ＯＬＥＤパネルがタッチパネルに適合される（fitted）形態と、タッチパネルが統合され
るか又はパネルがビアとスロープを使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルに接続される
形態に適用可能である。
【００３６】
　第１の形態では、ディスプレイ装置は、偏光子（polarizer、ＰＯＬ）、タッチパネル
（Touch　panel）、固体の光学的透明接着剤（optically　clear　adhesive、ＯＣＡ）、
薄膜封止（thin　film　encapsulation、ＴＦＥ）、ＡＭＯＬＥＤパネル、発泡体（foam
）、及び銅箔（cu　foil）を含み得る。前述の材料の全ては、適合処理を使用することに
より接続されてもよい。ＰＯＬは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に適合され、あるいはタッ
チパネルの上面又は下面に適合されてもよい。図２で、前述の材料が上から下へ順次適合
される例が用いられる。
【００３７】
　第２の形態では、ディスプレイ装置は、ＰＯＬ、タッチパネル、ＴＦＥ、ＡＭＯＬＥＤ
パネル、発泡体、及びｃｕ箔を含む。図８に示すように、タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤ
パネルの上面に統合される。
【００３８】
　本発明のこの実施形態では、ＡＭＯＬＥＤパネルは、固体の光学的透明接着剤（optica
lly　clear　adhesive、ＯＣＡ）を使用することによりタッチパネルに適合され得る。Ａ
ＭＯＬＥＤパネルの出線（outgoing　line）とタッチパネルの出線は延長され（extended
）、曲げられ、ＩＣによりルーティングされた（routed）出線を担う（carries）ＡＭＯ
ＬＥＤパネル、又はＩＣによりルーティングされた出線を担うタッチパネルは、ＰＯＢ（
プラスチックオンボード（plastic　on　board））又は別の方式でディスプレイ装置の印
刷回路板（printed　circuit　board、ＰＣＢ）に接続される。これは、電子デバイスの
コンポーネントの数量、コスト、及びフレームの幅を削減する。
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【００３９】
　以下では、本発明の実施形態における解決策を添付の図面を参照して説明する。
【００４０】
　図２は、本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図である。図２に示すよう
に、ディスプレイ装置は電子デバイス内に配置されてもよい。
【００４１】
　図２において、ディスプレイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、ＩＣ、及び
ＰＣＢなどの機能ボード（functional　boards）を含み得る。
【００４２】
　ＰＣＢなどの機能ボードは、データを入力及び処理することができる機能コンポーネン
トを指すことに留意されたい。例えば、チップ、チップを担うプラスチックキャリア、又
はフレキシブル印刷回路板である。説明を容易にするために、以下では、印刷回路板ＰＣ
Ｂを説明の一例として用いる。説明を容易にするために、上記ＡＭＯＬＥＤパネル及びタ
ッチパネルは、以下では、集合的にＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルと呼ばれる。
【００４３】
　タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に配置され、ＡＭＯＬＥＤパネルは出線を有
し、タッチパネルは出線を有する。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線とタッチパネルの出線はそ
れぞれ延長されて、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端を形成
する。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端は、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板（ＰＣＢ）に電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャ
を表示するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００４４】
　本発明のこの実施形態では、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルのフレキシブルな特
徴を用いることにより、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルの出線が延長されて出線延
長端を形成し、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルの出線延長端はＩＣを使用すること
により接続される。このようにして、それは、２つのＦＰＣがタッチパネル及びＡＭＯＬ
ＥＤパネルの駆動線をそれぞれルーティングする従来技術の方式に取って代わることがで
きる。したがって、２つの独立したＦＰＣ、１つのＣＯＦコネクタ、及び１つのＢＴＢが
削減され、これは、コストを大幅に削減する。さらに、フレキシブルな曲げパネルはより
小さい曲げ半径を有するため、電子デバイスのフレームの幅がさらに削減され、ユーザ体
験が向上する。
【００４５】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がＡＭＯＬＥＤパネルの
背面側にそれぞれ曲げられ、ＡＭＯＬＥＤパネルの背面側で、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線
延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面と第２の面にそれぞれ接続さ
れ、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出線延長端が印刷回路板ＰＣＢ
に接続されることを含む。
【００４６】
　具体的には、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は、ＩＣの上面と下面に
それぞれ接続される。例えば、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は、ＣＯ
Ｐ処理を使用することによりＩＣの上面と下面に接続され、ＩＣは、ディスプレイとタッ
チの論理統合機能を有する。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端は（図２に示すように）Ｐ
ＣＢに接続され、あるいは、タッチパネルの出線延長端が（図５に示すように）ＰＣＢに
接続される。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネルは、チップＩＣを使用することにより統
合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するために外へ集中的にルーティングされ（centrally
　routed　out）、それにより、チップＩＣは、ディスプレイとタッチの論理統合機能を
有し、ユーザ体験を向上させる。
【００４７】
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　図３を参照し、図２に示すディスプレイ装置の製造に含まれ得るステップを説明する。
【００４８】
　ステップ１：フレキシブルＡＭＯＬＥＤパネルとフレキシブルタッチパネルを製造し、
フレキシブルＡＭＯＬＥＤパネルの出線とタッチパネルの出線を延長する。延長された長
さは、延長された出線がパネルの背面側に曲げられ得ることを保証する必要がある。タッ
チエリア（touch　area）の下端から、ＩＣが接合された確保された（reserved）エリア
への距離は、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト（fanout）長より大きく、なぜならば、
タッチの曲げ半径は、ＡＭＯＬＥＤの曲げ半径より大きいためである。ファンアウトエリ
アは、異なる外形線及びルーティングを有することができるが、機能は同じである。ファ
ンアウト集中出線エリアでは、複雑なルーティングが集中的にＩＣに入力され、統合の後
、より少数の駆動線が出力される。
【００４９】
　ステップ２：ＯＣＡ接着剤を使用することによりＡＭＯＬＥＤエリアをタッチエリアに
フルに適合させ（Fully　fit）、ｐｏｌをタッチエリアに適合させる。代替的に、ｐｏｌ
はＡＭＯＬＥＤパネルの上面に適合されてもよく、あるいは、ｐｏｌはタッチパネルの上
面又は下面に適合され、次いで、ＡＭＯＬＥＤエリアがタッチエリアにフルに適合される
。
【００５０】
　ステップ３：タッチパネルをカバーガラス（cover　glass、ＣＧ）にフルに適合させる
。一般に、ＯＣＡがフル適合処理で使用される。
【００５１】
　ステップ４：発泡体（foam）、銅箔（Cu　foil）、及び他の保護層をＡＭＯＬＥＤの背
面側に適合させる。銅箔は、放熱、接地、電磁シールドなどの機能を有する。
【００５２】
　ステップ５：ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウトルーティングにチップオンプラスチッ
ク（chip　on　plastic、ＣＯＰ）熱圧縮処理を行い、ＩＣの上面をＡＭＯＬＥＤパネル
に接合する。
【００５３】
　補強プレートなどの補強処理が、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト及びリードワイヤ
エリア部分に前もって実行されてもよく、例えば、ステップ５の前に実行されてもよい。
望ましくない損失を低減するために、ＣＯＰは、代替的に、ＡＭＯＬＥＤアレイが完成さ
れた後の段階に構成されてもよい。換言すれば、ＣＯＰは、ＡＭＯＬＥＤパネルがガラス
からポリエチレンテレフタレート（polyethylene　terephthalate、ＰＥＴ）基材に移さ
れる前に完了されてもよい。
【００５４】
　ステップ６：タッチパネルのファンアウトルーティングにＣＯＰ熱圧縮処理を行い、タ
ッチパネルにＩＣの下面を接合する。
【００５５】
　補強プレートなどの補強処理は、タッチパネルのファンアウトに前もって行われてもよ
く、例えば、ステップ６の前に実行されてもよい。
【００５６】
　ステップ７：ＩＣを担うＡＭＯＬＥＤパネルの出線とＩＣを担うタッチパネルの出線、
換言すれば、ＡＭＯＬＥＤパネルとタッチパネルのファンアウト及びリードワイヤエリア
の大部分を画面の背面側に曲げ、接着剤を使用することにより画面の背面側に取り付ける
。曲げ軸は、図に示す曲げエリアの長い辺（点線）に平行（parallel）であり、統合され
たディスプレイ及びタッチ制御画面を形成する。
【００５７】
　ステップ８：統合されたディスプレイ及びタッチ制御画面の出線端を、ＢＴＢ、ＺＩＦ
、又はＰＯＢを介してメインボードなどの機能ボードに接続して、ディスプレイ装置を形
成する。図２に示すとおりである（カバーガラスは図示されていない）。
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【００５８】
　前述のステップで製造されたディスプレイ装置はディスプレイ機能とタッチ制御機能の
双方を有し、ディスプレイ装置は、ディスプレイ及びタッチ制御を統合したディスプレイ
装置と呼ばれ得ることに留意されたい。
【００５９】
　図５に示すディスプレイ装置は、図２に示すディスプレイ装置と異なる。図２では、Ａ
ＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されるが、図５では、タッチパ
ネルの出線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続される。図５に示すディスプレイ装置を製造
するステップについては、図２に示すディスプレイ装置を製造するステップを参照する。
図５のタッチパネル及びＡＭＯＬＥＤパネルは、図４のタッチパネル及びＡＭＯＬＥＤパ
ネルの構造に基づいて製造される。
【００６０】
　本発明のこの実施形態において、ディスプレイ装置は、前述のステップを使用すること
により製造される。ＡＭＯＬＥＤパネルとタッチパネルは、電気的接続のためにディスプ
レイ画面の背面側に曲げられ、ＣＯＰ熱圧縮は、ＩＣの上面と下面をフルに使用すること
により行われ、ＩＣの両側がＩＣとの電気的接続のためのフレキシブルパネルを有するこ
とを形成し、それにより、ＩＣは論理統合機能を有する。従来技術と比較し、２つの独立
したＦＰＣ、１つのＣＯＦコネクタ、及び１つのＢＴＢが削減され、電気的接続処理の数
が７つから２つに低減される。これは、コンポーネントの数とコストを大幅に削減する。
フレキシブルな曲げパネルは比較的薄く、曲げ半径がより小さいため、電子デバイスのフ
レームを大幅に削減することができる。
【００６１】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されることを含む。代替的に、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰ
ＣＢに接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの
出線延長端に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延
長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。
【００６２】
　本発明のこの実施形態では、ディスプレイＩＣとタッチＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線とタッチパネルの出線にそれぞれ接合され、プラスチックオンプラスチック及びプラ
スチックオンプラスチック（plastic　on　plastic、ＰＯＰ）処理を使用することにより
電気的に接続され、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルに熱圧縮を行うことにより電気
的接続を実現する。最終的に、画面は、ＡＭＯＬＥＤパネル（図６）又はタッチパネル（
図７）から印刷回路板ＰＣＢにルーティングされ、ディスプレイ装置を形成する。
【００６３】
　図６又は図７のディスプレイ装置を製造するステップについては、図２及び図５のディ
スプレイ装置のステップをそれぞれ参照する。図６は、図２とは異なる。図６では、タッ
チパネルとＡＭＯＬＥＤパネルは対応するＩＣを別個に有するが、図２では、タッチパネ
ルとＡＭＯＬＥＤパネルは１つのＩＣを共有している。
【００６４】
　本発明のこの実施形態において、電気的接続は非物理接続を指す。例えば、ＡＭＯＬＥ
Ｄパネル又はタッチパネルは、ＰＣＢに直接接続される代わりに、別のコンポーネントを
使用することによりＰＣＢに接続される。出線は、パネルの表面に構成された線を指し、
出線延長端は、パネルの表面から延長している部分を指す。
【００６５】
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　本発明では、フレキシブルなパネル本体がメイン本体としてＦＰＣに取って代わり、そ
こから、タッチ及びディスプレイ駆動線が、画面の曲げられる特徴を使用することにより
メインボードにルーティングする。ＩＣは、パネル又は印刷回路板ＰＣＢ上にフレキシブ
ルな方式で接合される（ボンディング）。これは、効率的で低コストのタッチ及びディス
プレイの電気的接続ソリューションを実現する。
【００６６】
　図８は、本発明の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図５である。図８に示すよ
うに、ディスプレイ装置は、電子デバイス内に配置されてもよい。
【００６７】
　図８において、ディスプレイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ
、及び印刷回路板ＰＣＢを含み得る。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合
され、チップＩＣは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
される。チップＩＣは、ピクチャを表示するためにディスプレイ装置を駆動するように構
成される。
【００６８】
　本発明のこの実施形態におけるディスプレイ装置によれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線は曲げられる必要がない。これは、ディ
スプレイ装置のフレームの幅をさらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００６９】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板Ｐ
ＣＢが、チップＩＣの第１の面及び第２の面にそれぞれ接続されることを含む。
【００７０】
　ディスプレイ装置が、独立したタッチフィルムを有さないがタッチ機能をＡＭＯＬＥＤ
パネルに統合及び接続する場合、あるいはタッチ機能を有さない場合、ＡＭＯＬＥＤパネ
ル、又はタッチ線を担うＡＭＯＬＥＤ‐タッチパネルのみが外へルーティングされる必要
があり、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端は、図８に示すように、ＣＯＢ及びＣＯＰ（こ
れらは別個に完了されても、あるいは一度に完了されてもよい）を介してＰＣＢ機能ボー
ドに接続される。
【００７１】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは
、印刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端
に接続されることを含む。
【００７２】
　図８に基づき、ＩＣは、印刷回路板ＰＣＢに埋め込まれ、ＩＣは、ＰＣＢ製造プロセス
を使用することにより相互接続を実現する。ＡＭＯＬＥＤパネル、又はタッチ線を担うＡ
ＭＯＬＥＤ‐タッチパネルは、図９に示すように、ＣＯＰを介して印刷回路板ＰＣＢと相
互接続される。
【００７３】
　本発明のこの実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線は延長され、曲げられ、Ｉ
Ｃの上面に接続される。ＩＣの下面は、ＰＯＢ処理又はＩＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに完全又は部分的に埋め込まれる。このようにして、電気的接続構造が簡素に
実現され得る。
【００７４】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印
刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設け
られたＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが、印刷回路板ＰＣＢに接続さ
れることを含む。
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【００７５】
　ディスプレイ装置が、独立したタッチフィルムを有さないがビア（Via）を使用するこ
とによりタッチをＡＭＯＬＥＤパネルに相互接続する場合、あるいはタッチ機能を有さな
い場合、図１０に示すように、タッチとディスプレイの駆動線は、ビアを使用することに
よりディスプレイの背面側にルーティングされ、ＩＣ駆動線が、ＦＯＢ及びＣＯＰ（これ
らは別個に完了されても、あるいは一度に完了されてもよい）を介してＦＰＣに出力され
、次いで、ＦＯＢなどの形態で印刷回路板ＰＣＢと相互接続する。
【００７６】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに接続されることを含む。
【００７７】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００７８】
　図１０に基づき、図１１に示すように、ＩＣの出力線は、半導体ボンディング合金ワイ
ヤ／ワイヤボンディング（wire　bonding）を使用することによりＦＰＣと相互接続され
、次いで、ＦＰＣは、ＦＯＢを介してＰＣＢと相互接続される。代替的に、ＩＣの出力線
は、ワイヤボンディングを使用することによりＰＣＢボードに直接接続され、ＰＣＢの上
面は、ワイヤボンディングを使用することによりＣｕ箔の下面に接続されてもよい。
【００７９】
　本発明のこの実施形態では、少なくとも１つのビアがＡＭＯＬＥＤパネルに配置され、
それにより、駆動線がパネルの背面側に導かれる。これは、フレキシブルなＡＭＯＬＥＤ
パネル及びタッチパネルの曲げをなくし、電子デバイスのフレームの幅を大幅に削減する
。
【００８０】
　本発明の一実施形態は、電子デバイスをさらに提供する。電子デバイスは、前述の実施
形態のいずれか１つに示されるディスプレイ装置及びプロセッサを含み得る。
【００８１】
　ディスプレイ装置は、アクティブ有機発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネ
ル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを含む。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネルは出
線を各々有する。タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は延長されて、タッチ
パネルの出線延長端とＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成する。ＡＭＯＬＥＤパネル
の出線延長端とタッチパネルの出線延長端は、チップＩＣを使用することにより印刷回路
板ＰＣＢに電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示するためにディスプレイ
装置を駆動するように構成される。
【００８２】
　電子デバイスでは、フレキシブルな曲げパネルが使用され、フレキシブルな曲げパネル
は、より小さい曲げ半径を有する。これは、電子デバイスのフレームの幅を削減し、画面
対本体比を増加させる。
【００８３】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面
と第２の面にそれぞれ接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出
線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネ
ルは、チップＩＣを使用することにより統合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するために外
へ集中的にルーティングされ、それにより、チップＩＣは、ディスプレイとタッチの論理
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統合機能を有し、ユーザ体験を向上させる。
【００８４】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されることを含む。代替的に、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰ
ＣＢに接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの
出線延長端に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延
長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。
【００８５】
　本発明のこの実施形態で提供されるディスプレイ装置の詳細については、図２～図１１
の説明を参照する。簡潔にするため、詳細はここで再度説明されない。
【００８６】
　本発明のこの実施形態において、電子デバイスは、携帯電話又はウェアラブルデバイス
である。
【００８７】
　本発明の一実施形態は、電子デバイスをさらに提供する。電子デバイスは、前述の実施
形態のいずれか１つに示されるディスプレイ装置及びプロセッサを含み得る。
【００８８】
　ディスプレイ装置は、アクティブ有機発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネ
ル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを含み得る。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネ
ルの上面に統合され、チップＩＣは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣ
Ｂに別個に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示するためにディスプレイ装置を駆
動するように構成される。
【００８９】
　本発明のこの実施形態における電子デバイスによれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパ
ネルの上面に統合され、タッチパネルの出線は折り畳まれる必要がない。これは、ディス
プレイ装置のフレームの幅をさらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００９０】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回路板ＰＣＢ
が、チップＩＣの第１の面及び第２の面にそれぞれ接続されることを含む。タッチパネル
はＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線のみが折り畳まれる
。タッチパネルの出線を折り畳むのと比較し、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線を折り畳むこと
は、ディスプレイ装置のフレームの幅をさらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００９１】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印
刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設け
られたＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが、印刷回路板ＰＣＢに接続さ
れることを含む。タッチパネルは、ビアを介してＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合及び接
続され、それにより、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は、ディスプレイ
装置の背面側に曲げられる必要がない。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅をさら
に削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００９２】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
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されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに接続されることを含む。
【００９３】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは
、印刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端
に接続されることを含む。
【００９４】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００９５】
　本発明のこの実施形態で提供されるディスプレイ装置の詳細については、図２～図１１
の説明を参照する。簡潔にするため、詳細はここで再度説明されない。
【００９６】
　本発明のこの実施形態において、電子デバイスは、携帯電話又はウェアラブルデバイス
である。
【００９７】
　前述の説明は、単に本発明の特定の実装であり、本発明の保護範囲を制限することを意
図したものではない。本発明で開示される技術的範囲内で当業者により容易に理解される
変形又は代替は、本発明の保護範囲に入るものとする。したがって、本発明の保護範囲は
、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月29日(2020.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は電子製品技術の分野に関し、詳細には、ディスプレイ装置、ディスプレイ装置
を製造する方法、及び電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーブした画面の携帯電話は外観デザインのトレンドをリードしており、折り畳み画面
の携帯電話は近い将来に焦点となる。有機発光ダイオード（Organic　Light-Emitting　D
iode、ＯＬＥＤ）に代表されるディスプレイ技術がこのことに応じて出現し、急速に発展
している。ＯＬＥＤディスプレイ技術は、自己発光、広い視野角、ほぼ無限に高いコント
ラスト、比較的低い消費電力、及びかなり速い反応速度などの利点を有する。ＯＬＥＤデ
ィスプレイ技術は現代のディスプレイ分野で最良の技術であり、スマートフォン、タブレ
ットコンピュータ、ウェアラブルデバイス、及び車載ディスプレイなどに幅広く適用され
ている。フレキシブル基板及び薄膜封止（Thin　Film　Encapsulation、ＴＦＥ）が使用
され、ディスプレイ画面の曲げを実現し、湾曲及び屈曲を徐々に実現している。フレキシ
ブルディスプレイの回路接続設計は、ハードディスプレイのＣＯＧ（チップオングラス（
Chip　on　Glass））及びＦＯＧ（フィルムオングラス（Film　on　Glass））処理とは異
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なる。フレキシブルディスプレイの回路接続設計では、フレキシブルパネル基板は、ＦＯ
Ｆ（フィルムオンフィルム（Film　on　Film））処理を使用することによりＣＯＦ（チッ
プオンフィルム（Film　on　Film、チップオンフィルム）に接続され、チップ（集積回路
（integrated　circuit）、ＩＣ）が、Ａｕ－Ｓｎ共晶とＦＰＣを使用することによりＣ
ＯＦを形成し、ＣＯＦは、ＦＯＦ処理を使用することによりメインフレキシブル印刷回路
（flexible　printed　circuit、ＦＰＣ）に接続され、最後、ボーダ対ボーダ（boarder-
to-boarder、ＢＴＢ）コネクタを使用することによりメインボードに接続され、タッチパ
ネル（touch　panel、ＴＯＵＣＨ　ＰＡＮＥＬ）ＦＰＣは、ＦＯＦを２回行うことにより
タッチパネルフィルムをメインＦＰＣに接続する。
【０００３】
　現在、（図１に示すような）一般的に使用されているディスプレイ装置では、タッチパ
ネルとアクティブ有機発光ダイオード（active-matrix　organic　light　emitting　dio
de、ＡＭＯＬＥＤ）パネルの駆動線を別個にルーティングするために２つのＦＰＣが通常
必要とされ、別のＦＰＣを使用することにより出力端がタッチパネルとアクティブ有機発
光ダイオードパネルとを並列に接続し、駆動線をＰＣＢなどの機能ボードに集中的にルー
ティングする。しかしながら、３つのＦＰＣ、パネル、及びメインボードが、ＦＯＦを４
回、ＣＯＦを１回、及びＢＴＢを１回行うことにより接続される。多数のコンポーネント
が使用され、結果として低い歩留まりと高いコストをもたらす。
【発明の概要】
【０００４】
　本出願の実施形態は、ディスプレイ装置を製造するために比較的多数のコンポーネント
が使用され、結果として低い歩留まりと高いコストをもたらす関連技術の問題を解決する
ための、ディスプレイ装置、ディスプレイ装置を製造する方法、及び電子デバイスを提供
する。
【０００５】
　第１の態様によれば、本出願の一実施形態は、ディスプレイ装置を提供する。ディスプ
レイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを
含み得る。タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に配置され、タッチパネルとＡＭＯ
ＬＥＤパネルは出線を各々有する。タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は別
個に延長されて、タッチパネルの出線延長端とＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成す
る。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端は、チップＩＣを使用
することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示
するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【０００６】
　関連技術と比較し、本出願のこの実施形態におけるディスプレイ装置は、２つの独立し
たＦＰＣ、１つのＣＯＦコネクタ、及び１つのＢＴＢを削減する。これは、コストを大幅
に削減する。さらに、フレキシブルな曲げパネルは、より小さい曲げ半径を有するため、
ディスプレイ装置のフレーム幅がさらに削減され、ユーザ体験が向上する。
【０００７】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面
と第２の面にそれぞれ接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出
線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネ
ルは、チップＩＣを使用することにより統合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するために外
へ集中的にルーティングされ、それにより、チップＩＣは、ディスプレイとタッチの論理
統合機能を有し、ユーザ体験を向上させる。
【０００８】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
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用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されること、又は、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰＣＢに接続
され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの出線延長端
に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延長端を使用
することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることを含む。
【０００９】
　第２の態様によれば、本出願の一実施形態は、ディスプレイ装置を提供する。ディスプ
レイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを
含み得る。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、チップＩＣは、ＡＭ
ＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続される。チップＩＣは、ピ
クチャを表示するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００１０】
　本出願のこの実施形態におけるディスプレイ装置によれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線は折り畳まれる必要がない。これは、デ
ィスプレイ装置のフレームの幅を削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００１１】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板Ｐ
ＣＢが、チップＩＣの第１の面と第２の面にそれぞれ接続されることを含む。タッチパネ
ルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線を折り畳む代わりにＡＭ
ＯＬＥＤパネルの出線のみが折り畳まれる。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅を
さらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００１２】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられ
たＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが、印刷回路板ＰＣＢに接続される
ことを含む。タッチパネルは、ビアを使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統
合され、相互接続され、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線をディスプレイ
装置の背面側に曲げる必要はない。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅をさらに削
減し、ユーザ体験を向上させる。
【００１３】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続され
ることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの下面
に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回路板
ＰＣＢに接続されることを含む。
【００１４】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、印
刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線端に接続さ
れることを含む。
【００１５】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００１６】
　第３の態様によれば、本出願の一実施形態は、電子デバイスを提供する。電子デバイス
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は、ディスプレイ装置及びプロセッサを含み得る。ディスプレイ装置は、アクティブ有機
発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢ
を含む。タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に配置され、タッチパネルとＡＭＯＬ
ＥＤパネルは出線を各々有する。タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は別個
に延長されて、タッチパネルの出線延長端とＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成する
。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端とタッチパネルの出線端は、チップＩＣを使用することに
より印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示するために
ディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００１７】
　電子デバイスでは、フレキシブルな曲げパネルが使用され、フレキシブルな曲げパネル
は、より小さい曲げ半径を有する。これは、電子デバイスのフレームの幅を削減し、画面
対本体比を増加させる。
【００１８】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面
と第２の面にそれぞれ接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出
線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む。タッチ制御パネルとＡＭＯＬＥＤ
パネルは、チップＩＣを使用することにより統合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するため
に外へ集中的にルーティングされ、それにより、チップＩＣはディスプレイとタッチの論
理統合機能を有し、ユーザ体験を向上させる。
【００１９】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されること、又は、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰＣＢに接続
され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの出線延長端
に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延長端を使用
することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることを含む。
【００２０】
　第４の態様によれば、本出願の一実施形態は、電子デバイスを提供する。電子デバイス
は、ディスプレイ装置及びプロセッサを含む。ディスプレイ装置は、アクティブ有機発光
ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを含
む。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、チップＩＣは、ＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの出線延長端と印刷回路板に別個に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示
するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００２１】
　本出願の実施形態における電子デバイスによれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネル
の上面に統合され、タッチパネルの出線は折り畳まれる必要がない。これは、ディスプレ
イ装置のフレームの幅を削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００２２】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板Ｐ
ＣＢがチップＩＣの第１の面と第２の面にそれぞれ接続されることを含む。タッチパネル
はＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線を折り畳む代わりに、ＡＭ
ＯＬＥＤパネルの出線のみが折り畳まれる。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅を
さらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
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【００２３】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印
刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアが設け
られたＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが印刷回路板ＰＣＢに接続され
ることを含む。タッチパネルは、ビアを使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルの上面に
統合され、相互接続され、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線をディスプレ
イ装置の背面側に曲げる必要はない。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅をさらに
削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００２４】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに接続されることを含む。
【００２５】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは
、印刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端
に接続されることを含む。
【００２６】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００２７】
　第５の態様によれば、本出願の一実施形態は、ディスプレイ装置を製造する方法を提供
し、本ディスプレイ装置を製造する方法は、
　ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルを製造し、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線とタッチパ
ネルの出線を別個に延長するステップと、ＡＭＯＬＥＤパネルのＡＭＯＬＥＤエリアをタ
ッチパネルのタッチエリアにフルに適合させ、タッチエリアに偏光子ｐｏｌを適合させ、
又はＡＭＯＬＥＤパネルの上面にｐｏｌを適合させ、又はタッチパネルの上面又は下面に
ｐｏｌを適合させ、ＡＭＯＬＥＤとタッチをフルに適合させるステップと、タッチパネル
の上面にカバーガラスＣＧをフルに適合させるステップと、ＡＭＯＬＥＤパネルの背面側
に保護層を適合させるステップと、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウトルーティングとタ
ッチパネルのファンアウトルーティングに熱圧縮処理を行い、ＡＭＯＬＥＤパネルにチッ
プＩＣの上面を接合し、タッチパネルにＩＣの下面を接合するステップと、ＩＣに別個に
接合されたＡＭＯＬＥＤパネルの出線及びタッチパネルの出線を画面の背面側に曲げ、接
着剤を使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルの出線及びタッチパネルの出線を画面の背
面側に取り付けるステップであり、曲げ軸は、曲げエリアの長い側に平行であり、統合さ
れたディスプレイ及びタッチ制御画面を形成する、ステップと、統合されたディスプレイ
及びタッチ制御画面の出線端をＰＣＢなどの機能ボードに接続してディスプレイ装置を形
成するステップと、を含み得る。
【００２８】
　可能な一実施形態において、延長された長さは、延長された出線がパネルの背面側に曲
げられ得ることを保証する必要がある。タッチエリアの下端から、ＩＣが接合された確保
されたエリアへの距離は、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト長より大きく、なぜならば
、タッチの曲げ半径は、ＡＭＯＬＥＤの曲げ半径より大きいためである。ファンアウトエ
リアは、異なる外形線及びルーティングを有することができるが、機能は同じである。フ
ァンアウト集中出線エリアでは、複雑なルーティングが集中的にＩＣに入力され、統合の
後、より少数の駆動線が出力される。
【００２９】
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　可能な一実施形態において、保護層は、発泡体、銅箔などを含む。銅箔には放熱、接地
、電磁シールドなどの機能を有する。
【００３０】
　可能な一実施形態において、熱圧縮処理は、前もってＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウ
ト及びリードワイヤエリア部分に実行されてもよい。例えば、熱圧縮処理が、ＡＭＯＬＥ
Ｄパネルのセクタエリア上のファンアウトルーティングに行われ、補強プレートなどの補
強処理が、チップＩＣの上面がＡＭＯＬＥＤパネルに接合される前に行われる。望ましく
ない損失を低減するために、ＣＯＰは、代替的に、ＡＭＯＬＥＤアレイが完成された後の
段階に構成されてもよい。換言すれば、ＣＯＰは、ＡＭＯＬＥＤパネルがガラスからポリ
エチレンテレフタレート基材に移される前に完了されてもよい。
【００３１】
　可能な一実施形態において、熱圧縮処理は、前もってタッチパネルのファンアウトに実
行されてもよい。例えば、熱圧縮処理が、タッチパネル上のファンアウトルーティングに
行われ、補強プレートなどの補強処理が、ＩＣの下面がタッチパネルに接合される前に行
われる。
【００３２】
　関連技術と比較して、本実施形態で提供されるディスプレイ装置、ディスプレイ装置を
製造する方法、及び電子デバイスでは、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線
が延長され、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続され、タ
ッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネルの駆動線をルーティングするためのＦＰＣに取って代わ
る。これは、ディスプレイ装置を製造するのに比較的多数のコンポーネントを使用する必
要があり、結果として低い歩留まりと高いコストをもたらす関連技術の問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】関連技術におけるディスプレイ装置の概略図である。
【図２】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図１である。
【図３】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置におけるＡＭＯＬＥＤパネル及びタ
ッチパネルの概略構造図と、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルの駆動線の概略図であ
る。
【図４】本出願発明の一実施形態によるディスプレイ装置におけるＡＭＯＬＥＤパネル及
びタッチパネルの別の概略構造図と、本出願の一実施形態によるＡＭＯＬＥＤパネル及び
タッチパネルの駆動線の別の概略図である。
【図５】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図２である。
【図６】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図３である。
【図７】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図４である。
【図８】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図５である。
【図９】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図６である。
【図１０】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図７である。
【図１１】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図８である。
【図１２】本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図９である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本出願の実施形態は、携帯電話、タブレットコンピュータ、及び車載デバイスなどのＡ
ＭＯＬＥＤを使用するディスプレイ装置に適用可能な、ディスプレイ装置、ディスプレイ
装置を製造する方法、及び電子デバイスを提供する。
【００３５】
　本出願のこの実施形態で提供されるディスプレイ装置は、２つの形態、すなわち、ＡＭ
ＯＬＥＤパネルがタッチパネルに適合される（fitted）形態と、タッチパネルが統合され
るか又はパネルがビアとスロープを使用することによりＡＭＯＬＥＤパネルに接続される
形態に適用可能である。



(25) JP 2021-517364 A 2021.7.15

【００３６】
　第１の形態では、ディスプレイ装置は、偏光子（polarizer、ＰＯＬ）、タッチパネル
（Touch　panel）、固体の光学的透明接着剤（optically　clear　adhesive、ＯＣＡ）、
薄膜封止（thin　film　encapsulation、ＴＦＥ）、ＡＭＯＬＥＤパネル、発泡体（foam
）、及び銅箔（cu　foil）を含み得る。前述の材料の全ては、適合処理を使用することに
より接続されてもよい。ＰＯＬは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に適合され、あるいはタッ
チパネルの上面又は下面に適合されてもよい。図２で、前述の材料が上から下へ順次適合
される例が用いられる。
【００３７】
　第２の形態では、ディスプレイ装置は、ＰＯＬ、タッチパネル、ＴＦＥ、ＡＭＯＬＥＤ
パネル、発泡体、及びｃｕ箔を含む。図８に示すように、タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤ
パネルの上面に統合される。
【００３８】
　本出願のこの実施形態では、ＡＭＯＬＥＤパネルは、固体の光学的透明接着剤（optica
lly　clear　adhesive、ＯＣＡ）を使用することによりタッチパネルに適合され得る。Ａ
ＭＯＬＥＤパネルの出線（outgoing　line）とタッチパネルの出線は延長され（extended
）、曲げられ、ＩＣによりルーティングされた（routed）出線を担う（carries）ＡＭＯ
ＬＥＤパネル、又はＩＣによりルーティングされた出線を担うタッチパネルは、ＰＯＢ（
プラスチックオンボード（plastic　on　board））又は別の方式でディスプレイ装置の印
刷回路板（printed　circuit　board、ＰＣＢ）に接続される。これは、電子デバイスの
コンポーネントの数量、コスト、及びフレームの幅を削減する。
【００３９】
　以下では、本出願の実施形態における解決策を添付の図面を参照して説明する。
【００４０】
　図２は、本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図である。図２に示すよう
に、ディスプレイ装置は電子デバイス内に配置されてもよい。
【００４１】
　図２において、ディスプレイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、ＩＣ、及び
ＰＣＢなどの機能ボード（functional　boards）を含み得る。
【００４２】
　ＰＣＢなどの機能ボードは、データを入力及び処理することができる機能コンポーネン
トを指すことに留意されたい。例えば、チップ、チップを担うプラスチックキャリア、又
はフレキシブル印刷回路板である。説明を容易にするために、以下では、印刷回路板ＰＣ
Ｂを説明の一例として用いる。説明を容易にするために、上記ＡＭＯＬＥＤパネル及びタ
ッチパネルは、以下では、集合的にＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルと呼ばれる。
【００４３】
　タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパネルの上面に配置され、ＡＭＯＬＥＤパネルは出線を有
し、タッチパネルは出線を有する。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線とタッチパネルの出線はそ
れぞれ延長されて、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端を形成
する。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端は、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板（ＰＣＢ）に電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャ
を表示するためにディスプレイ装置を駆動するように構成される。
【００４４】
　本出願のこの実施形態では、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルのフレキシブルな特
徴を用いることにより、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルの出線が延長されて出線延
長端を形成し、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルの出線延長端はＩＣを使用すること
により接続される。このようにして、それは、２つのＦＰＣがタッチパネル及びＡＭＯＬ
ＥＤパネルの駆動線をそれぞれルーティングする関連技術の方式に取って代わることがで
きる。したがって、２つの独立したＦＰＣ、１つのＣＯＦコネクタ、及び１つのＢＴＢが
削減され、これは、コストを大幅に削減する。さらに、フレキシブルな曲げパネルはより
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小さい曲げ半径を有するため、電子デバイスのフレームの幅がさらに削減され、ユーザ体
験が向上する。
【００４５】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がＡＭＯＬＥＤパネルの
背面側にそれぞれ曲げられ、ＡＭＯＬＥＤパネルの背面側で、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線
延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面と第２の面にそれぞれ接続さ
れ、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出線延長端が印刷回路板ＰＣＢ
に接続されることを含む。
【００４６】
　具体的には、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は、ＩＣの上面と下面に
それぞれ接続される。例えば、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は、ＣＯ
Ｐ処理を使用することによりＩＣの上面と下面に接続され、ＩＣは、ディスプレイとタッ
チの論理統合機能を有する。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端は（図２に示すように）Ｐ
ＣＢに接続され、あるいは、タッチパネルの出線延長端が（図５に示すように）ＰＣＢに
接続される。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネルは、チップＩＣを使用することにより統
合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するために外へ集中的にルーティングされ（centrally
　routed　out）、それにより、チップＩＣは、ディスプレイとタッチの論理統合機能を
有し、ユーザ体験を向上させる。
【００４７】
　図３を参照し、図２に示すディスプレイ装置の製造に含まれ得るステップを説明する。
【００４８】
　ステップ１：フレキシブルＡＭＯＬＥＤパネルとフレキシブルタッチパネルを製造し、
フレキシブルＡＭＯＬＥＤパネルの出線とタッチパネルの出線を延長する。延長された長
さは、延長された出線がパネルの背面側に曲げられ得ることを保証する必要がある。タッ
チエリア（touch　area）の下端から、ＩＣが接合された確保された（reserved）エリア
への距離は、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト（fanout）長より大きく、なぜならば、
タッチの曲げ半径は、ＡＭＯＬＥＤの曲げ半径より大きいためである。ファンアウトエリ
アは、異なる外形線及びルーティングを有することができるが、機能は同じである。ファ
ンアウト集中出線エリアでは、複雑なルーティングが集中的にＩＣに入力され、統合の後
、より少数の駆動線が出力される。
【００４９】
　ステップ２：ＯＣＡ接着剤を使用することによりＡＭＯＬＥＤエリアをタッチエリアに
フルに適合させ（Fully　fit）、ｐｏｌをタッチエリアに適合させる。代替的に、ｐｏｌ
はＡＭＯＬＥＤパネルの上面に適合されてもよく、あるいは、ｐｏｌはタッチパネルの上
面又は下面に適合され、次いで、ＡＭＯＬＥＤエリアがタッチエリアにフルに適合される
。
【００５０】
　ステップ３：タッチパネルをカバーガラス（cover　glass、ＣＧ）にフルに適合させる
。一般に、ＯＣＡがフル適合処理で使用される。
【００５１】
　ステップ４：発泡体（foam）、銅箔（Cu　foil）、及び他の保護層をＡＭＯＬＥＤの背
面側に適合させる。銅箔は、放熱、接地、電磁シールドなどの機能を有する。
【００５２】
　ステップ５：ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウトルーティングにチップオンプラスチッ
ク（chip　on　plastic、ＣＯＰ）熱圧縮処理を行い、ＩＣの上面をＡＭＯＬＥＤパネル
に接合する。
【００５３】
　補強プレートなどの補強処理が、ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト及びリードワイヤ
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エリア部分に前もって実行されてもよく、例えば、ステップ５の前に実行されてもよい。
望ましくない損失を低減するために、ＣＯＰは、代替的に、ＡＭＯＬＥＤアレイが完成さ
れた後の段階に構成されてもよい。換言すれば、ＣＯＰは、ＡＭＯＬＥＤパネルがガラス
からポリエチレンテレフタレート（polyethylene　terephthalate、ＰＥＴ）基材に移さ
れる前に完了されてもよい。
【００５４】
　ステップ６：タッチパネルのファンアウトルーティングにＣＯＰ熱圧縮処理を行い、タ
ッチパネルにＩＣの下面を接合する。
【００５５】
　補強プレートなどの補強処理は、タッチパネルのファンアウトに前もって行われてもよ
く、例えば、ステップ６の前に実行されてもよい。
【００５６】
　ステップ７：ＩＣを担うＡＭＯＬＥＤパネルの出線とＩＣを担うタッチパネルの出線、
換言すれば、ＡＭＯＬＥＤパネルとタッチパネルのファンアウト及びリードワイヤエリア
の大部分を画面の背面側に曲げ、接着剤を使用することにより画面の背面側に取り付ける
。曲げ軸は、図に示す曲げエリアの長い辺（点線）に平行（parallel）であり、統合され
たディスプレイ及びタッチ制御画面を形成する。
【００５７】
　ステップ８：統合されたディスプレイ及びタッチ制御画面の出線端を、ＢＴＢ、ＺＩＦ
、又はＰＯＢを介してメインボードなどの機能ボードに接続して、ディスプレイ装置を形
成する。図２に示すとおりである（カバーガラスは図示されていない）。
【００５８】
　前述のステップで製造されたディスプレイ装置はディスプレイ機能とタッチ制御機能の
双方を有し、ディスプレイ装置は、ディスプレイ及びタッチ制御を統合したディスプレイ
装置と呼ばれ得ることに留意されたい。
【００５９】
　図５に示すディスプレイ装置は、図２に示すディスプレイ装置と異なる。図２では、Ａ
ＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されるが、図５では、タッチパ
ネルの出線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続される。図５に示すディスプレイ装置を製造
するステップについては、図２に示すディスプレイ装置を製造するステップを参照する。
図５のタッチパネル及びＡＭＯＬＥＤパネルは、図４のタッチパネル及びＡＭＯＬＥＤパ
ネルの構造に基づいて製造される。
【００６０】
　本出願のこの実施形態において、ディスプレイ装置は、前述のステップを使用すること
により製造される。ＡＭＯＬＥＤパネルとタッチパネルは、電気的接続のためにディスプ
レイ画面の背面側に曲げられ、ＣＯＰ熱圧縮は、ＩＣの上面と下面をフルに使用すること
により行われ、ＩＣの両側がＩＣとの電気的接続のためのフレキシブルパネルを有するこ
とを形成し、それにより、ＩＣは論理統合機能を有する。関連技術と比較し、２つの独立
したＦＰＣ、１つのＣＯＦコネクタ、及び１つのＢＴＢが削減され、電気的接続処理の数
が７つから２つに低減される。これは、コンポーネントの数とコストを大幅に削減する。
フレキシブルな曲げパネルは比較的薄く、曲げ半径がより小さいため、電子デバイスのフ
レームを大幅に削減することができる。
【００６１】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されることを含む。代替的に、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰ
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ＣＢに接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの
出線延長端に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延
長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。
【００６２】
　本出願のこの実施形態では、ディスプレイＩＣとタッチＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線とタッチパネルの出線にそれぞれ接合され、プラスチックオンプラスチック及びプラ
スチックオンプラスチック（plastic　on　plastic、ＰＯＰ）処理を使用することにより
電気的に接続され、ＡＭＯＬＥＤパネル及びタッチパネルに熱圧縮を行うことにより電気
的接続を実現する。最終的に、画面は、ＡＭＯＬＥＤパネル（図６）又はタッチパネル（
図７）から印刷回路板ＰＣＢにルーティングされ、ディスプレイ装置を形成する。
【００６３】
　図６又は図７のディスプレイ装置を製造するステップについては、図２及び図５のディ
スプレイ装置のステップをそれぞれ参照する。図６は、図２とは異なる。図６では、タッ
チパネルとＡＭＯＬＥＤパネルは対応するＩＣを別個に有するが、図２では、タッチパネ
ルとＡＭＯＬＥＤパネルは１つのＩＣを共有している。
【００６４】
　本出願のこの実施形態において、電気的接続は非物理接続を指す。例えば、ＡＭＯＬＥ
Ｄパネル又はタッチパネルは、ＰＣＢに直接接続される代わりに、別のコンポーネントを
使用することによりＰＣＢに接続される。出線は、パネルの表面に構成された線を指し、
出線延長端は、パネルの表面から延長している部分を指す。
【００６５】
　本出願では、フレキシブルなパネル本体がメイン本体としてＦＰＣに取って代わり、そ
こから、タッチ及びディスプレイ駆動線が、画面の曲げられる特徴を使用することにより
メインボードにルーティングする。ＩＣは、パネル又は印刷回路板ＰＣＢ上にフレキシブ
ルな方式で接合される（ボンディング）。これは、効率的で低コストのタッチ及びディス
プレイの電気的接続ソリューションを実現する。
【００６６】
　図８は、本出願の一実施形態によるディスプレイ装置の概略図５である。図８に示すよ
うに、ディスプレイ装置は、電子デバイス内に配置されてもよい。
【００６７】
　図８において、ディスプレイ装置は、ＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネル、チップＩＣ
、及び印刷回路板ＰＣＢを含み得る。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合
され、チップＩＣは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
される。チップＩＣは、ピクチャを表示するためにディスプレイ装置を駆動するように構
成される。
【００６８】
　本出願のこの実施形態におけるディスプレイ装置によれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥ
Ｄパネルの上面に統合され、タッチパネルの出線は曲げられる必要がない。これは、ディ
スプレイ装置のフレームの幅をさらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００６９】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板Ｐ
ＣＢが、チップＩＣの第１の面及び第２の面にそれぞれ接続されることを含む。
【００７０】
　ディスプレイ装置が、独立したタッチフィルムを有さないがタッチ機能をＡＭＯＬＥＤ
パネルに統合及び接続する場合、あるいはタッチ機能を有さない場合、ＡＭＯＬＥＤパネ
ル、又はタッチ線を担うＡＭＯＬＥＤ‐タッチパネルのみが外へルーティングされる必要
があり、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端は、図８に示すように、ＣＯＢ及びＣＯＰ（こ
れらは別個に完了されても、あるいは一度に完了されてもよい）を介してＰＣＢ機能ボー
ドに接続される。
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【００７１】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは
、印刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端
に接続されることを含む。
【００７２】
　図８に基づき、ＩＣは、印刷回路板ＰＣＢに埋め込まれ、ＩＣは、ＰＣＢ製造プロセス
を使用することにより相互接続を実現する。ＡＭＯＬＥＤパネル、又はタッチ線を担うＡ
ＭＯＬＥＤ‐タッチパネルは、図９に示すように、ＣＯＰを介して印刷回路板ＰＣＢと相
互接続される。
【００７３】
　本出願のこの実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線は延長され、曲げられ、Ｉ
Ｃの上面に接続される。ＩＣの下面は、ＰＯＢ処理又はＩＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに完全又は部分的に埋め込まれる。このようにして、電気的接続構造が簡素に
実現され得る。
【００７４】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印
刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設け
られたＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが、印刷回路板ＰＣＢに接続さ
れることを含む。
【００７５】
　ディスプレイ装置が、独立したタッチフィルムを有さないがビア（Via）を使用するこ
とによりタッチをＡＭＯＬＥＤパネルに相互接続する場合、あるいはタッチ機能を有さな
い場合、図１０に示すように、タッチとディスプレイの駆動線は、ビアを使用することに
よりディスプレイの背面側にルーティングされ、ＩＣ駆動線が、ＦＯＢ及びＣＯＰ（これ
らは別個に完了されても、あるいは一度に完了されてもよい）を介してＦＰＣに出力され
、次いで、ＦＯＢなどの形態で印刷回路板ＰＣＢと相互接続する。
【００７６】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに接続されることを含む。
【００７７】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００７８】
　図１０に基づき、図１１に示すように、ＩＣの出力線は、半導体ボンディング合金ワイ
ヤ／ワイヤボンディング（wire　bonding）を使用することによりＦＰＣと相互接続され
、次いで、ＦＰＣは、ＦＯＢを介してＰＣＢと相互接続される。代替的に、ＩＣの出力線
は、ワイヤボンディングを使用することによりＰＣＢボードに直接接続され、ＰＣＢの上
面は、ワイヤボンディングを使用することによりＣｕ箔の下面に接続されてもよい。
【００７９】
　本出願のこの実施形態では、少なくとも１つのビアがＡＭＯＬＥＤパネルに配置され、
それにより、駆動線がパネルの背面側に導かれる。これは、フレキシブルなＡＭＯＬＥＤ
パネル及びタッチパネルの曲げをなくし、電子デバイスのフレームの幅を大幅に削減する
。
【００８０】
　本出願の一実施形態は、電子デバイスをさらに提供する。電子デバイスは、前述の実施
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形態のいずれか１つに示されるディスプレイ装置及びプロセッサを含み得る。
【００８１】
　ディスプレイ装置は、アクティブ有機発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネ
ル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを含む。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネルは出
線を各々有する。タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は延長されて、タッチ
パネルの出線延長端とＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成する。ＡＭＯＬＥＤパネル
の出線延長端とタッチパネルの出線延長端は、チップＩＣを使用することにより印刷回路
板ＰＣＢに電気的に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示するためにディスプレイ
装置を駆動するように構成される。
【００８２】
　電子デバイスでは、フレキシブルな曲げパネルが使用され、フレキシブルな曲げパネル
は、より小さい曲げ半径を有する。これは、電子デバイスのフレームの幅を削減し、画面
対本体比を増加させる。
【００８３】
　可能な一実施形態において、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延
長端が、チップＩＣを使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは
、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端がチップＩＣの第１の面
と第２の面にそれぞれ接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又はタッチパネルの出
線延長端が印刷回路板ＰＣＢに接続されることを含む。タッチパネルとＡＭＯＬＥＤパネ
ルは、チップＩＣを使用することにより統合され、印刷回路板ＰＣＢに接続するために外
へ集中的にルーティングされ、それにより、チップＩＣは、ディスプレイとタッチの論理
統合機能を有し、ユーザ体験を向上させる。
【００８４】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを
含む。ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端とタッチパネルの出線延長端が、チップＩＣを使
用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線延長端が第１のチップＩＣとＰＣＢに接続され、タッチパネルの出線延長端が第２の
チップＩＣとＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端に接続された後、タッチパネルの出線延長
端が、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的
に接続されることを含む。代替的に、タッチパネルの出線延長端が第２のチップＩＣとＰ
ＣＢに接続され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が第１のチップＩＣとタッチパネルの
出線延長端に接続された後、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、タッチパネルの出線延
長端を使用することにより印刷回路板ＰＣＢに電気的に接続される。
【００８５】
　本出願のこの実施形態で提供されるディスプレイ装置の詳細については、図２～図１１
の説明を参照する。簡潔にするため、詳細はここで再度説明されない。
【００８６】
　本出願のこの実施形態において、電子デバイスは、携帯電話又はウェアラブルデバイス
である。
【００８７】
　本出願の一実施形態は、電子デバイスをさらに提供する。電子デバイスは、前述の実施
形態のいずれか１つに示されるディスプレイ装置及びプロセッサを含み得る。
【００８８】
　ディスプレイ装置は、アクティブ有機発光ダイオードＡＭＯＬＥＤパネル、タッチパネ
ル、チップＩＣ、及び印刷回路板ＰＣＢを含み得る。タッチパネルは、ＡＭＯＬＥＤパネ
ルの上面に統合され、チップＩＣは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣ
Ｂに別個に接続される。チップＩＣは、ピクチャを表示するためにディスプレイ装置を駆
動するように構成される。
【００８９】
　本出願のこの実施形態における電子デバイスによれば、タッチパネルはＡＭＯＬＥＤパ
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ネルの上面に統合され、タッチパネルの出線は折り畳まれる必要がない。これは、ディス
プレイ装置のフレームの幅をさらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００９０】
　可能な一実施形態において、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回
路板ＰＣＢに別個に接続されることは、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線端と印刷回路板ＰＣＢ
が、チップＩＣの第１の面及び第２の面にそれぞれ接続されることを含む。タッチパネル
はＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合され、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線のみが折り畳まれる
。タッチパネルの出線を折り畳むのと比較し、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線を折り畳むこと
は、ディスプレイ装置のフレームの幅をさらに削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００９１】
　可能な一実施形態において、少なくとも１つのビアが、タッチパネルが統合されたＡＭ
ＯＬＥＤパネルの上面に配置され、チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印
刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設け
られたＡＭＯＬＥＤパネルの下面に接続され、チップＩＣが、印刷回路板ＰＣＢに接続さ
れることを含む。タッチパネルは、ビアを介してＡＭＯＬＥＤパネルの上面に統合及び接
続され、それにより、タッチパネルの出線とＡＭＯＬＥＤパネルの出線は、ディスプレイ
装置の背面側に曲げられる必要がない。これは、ディスプレイ装置のフレームの幅をさら
に削減し、ユーザ体験を向上させる。
【００９２】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、フレキシブル回路板ＦＰＣをさらに
含む。チップＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続
されることは、チップＩＣが、少なくとも１つのビアを設けられたＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、チップＩＣが、フレキシブル回路板ＦＰＣを使用することにより印刷回
路板ＰＣＢに接続されることを含む。
【００９３】
　可能な一実施形態において、チップＩＣは、印刷回路板ＰＣＢ内に配置される。チップ
ＩＣが、ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と印刷回路板ＰＣＢに別個に接続されることは
、印刷回路板ＰＣＢが、チップＩＣが配置された位置でＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端
に接続されることを含む。
【００９４】
　可能な一実施形態において、ディスプレイ装置は、銅箔をさらに含む。銅箔はＡＭＯＬ
ＥＤパネルの下面に配置され、銅箔は印刷回路板ＰＣＢに接続される。
【００９５】
　本出願のこの実施形態で提供されるディスプレイ装置の詳細については、図２～図１１
の説明を参照する。簡潔にするため、詳細はここで再度説明されない。
【００９６】
　本出願のこの実施形態において、電子デバイスは、携帯電話又はウェアラブルデバイス
である。
【００９７】
　前述の説明は、単に本出願の特定の実装であり、本出願の保護範囲を制限することを意
図したものではない。本出願で開示される技術的範囲内で当業者により容易に理解される
変形又は代替は、本出願の保護範囲に入るものとする。したがって、本出願の保護範囲は
、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　アクティブ有機発光ダイオード（ＡＭＯＬＥＤ）パネル、タッチパネル、チップＩＣ、
及び印刷回路板（ＰＣＢ）を含むディスプレイ装置であって、前記タッチパネルは前記Ａ
ＭＯＬＥＤパネルの上面に配置され、前記タッチパネル及び前記ＡＭＯＬＥＤパネルは出
線を各々有し、前記タッチパネルの出線及び前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線は別個に延長
されて、前記タッチパネルの出線延長端と前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端を形成し
、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端は、前記チップ
ＩＣを使用することにより前記印刷回路板に電気的に接続され、
　前記チップＩＣは、ピクチャを表示するために当該ディスプレイ装置を駆動するように
構成される、ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端が、前記チップ
ＩＣを使用することにより前記印刷回路板に電気的に接続されることは、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端が前記チップＩ
Ｃの第１の面と第２の面にそれぞれ接続され、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端又が
前記タッチパネルの出線延長端が前記印刷回路板に接続されることを含む、請求項１に記
載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記チップＩＣは第１のチップＩＣ及び第２のチップＩＣを含み、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記タッチパネルの出線延長端が、前記チップ
ＩＣを使用することにより前記印刷回路板に電気的に接続されることは、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が前記第１のチップＩＣと前記印刷回路板に接続
され、前記タッチパネルの出線延長端が前記第２のチップＩＣと前記ＡＭＯＬＥＤパネル
の出線延長端に接続された後、前記タッチパネルの出線延長端が、前記ＡＭＯＬＥＤパネ
ルの出線延長端を使用することにより前記印刷回路板に電気的に接続されること、又は
　前記タッチパネルの出線延長端が前記第２のチップＩＣと前記印刷回路板に接続され、
前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が前記第１のチップＩＣと前記タッチパネルの出線
延長端に接続された後、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端が、前記タッチパネルの出
線延長端を使用することにより前記印刷回路板に電気的に接続されることを含む、請求項
１に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　アクティブ有機発光ダイオード（ＡＭＯＬＥＤ）パネル、タッチパネル、チップＩＣ、
及び印刷回路板を含むディスプレイ装置であって、前記タッチパネルは前記ＡＭＯＬＥＤ
パネルの上面に統合され、前記チップＩＣは前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記
印刷回路板に別個に接続され、
　前記チップＩＣは、ピクチャを表示するために当該ディスプレイ装置を駆動するように
構成される、ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板に別個に接続
されることは、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板が、前記チップＩＣの第１の面
と第２の面にそれぞれ接続されることを含む、請求項４に記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　少なくとも１つのビアが、前記タッチパネルが統合された前記ＡＭＯＬＥＤパネルの上
面に配置され、
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板に別個に接続
されることは、
　前記チップＩＣが、前記少なくとも１つのビアを設けられた前記ＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、前記チップＩＣは前記印刷回路板に接続されることを含む、請求項４に
記載のディスプレイ装置。
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【請求項７】
　当該ディスプレイ装置は、フレキシブル印刷回路板（ＦＰＣ）をさらに含み、
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板に別個に接続
されることは、
　前記チップＩＣが、前記少なくとも１つのビアを設けられた前記ＡＭＯＬＥＤパネルの
下面に接続され、前記チップＩＣが、前記フレキシブル印刷回路板（ＦＰＣ）を使用する
ことにより前記印刷回路板に接続されることを含む、請求項６に記載のディスプレイ装置
。
【請求項８】
　前記チップＩＣは、前記印刷回路板に配置され、
　前記チップＩＣが前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線延長端と前記印刷回路板に別個に接続
されることは、
　前記印刷回路板が、前記チップＩＣが配置された位置で前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線
延長端に接続されることを含む、請求項４乃至７のうちいずれか１項に記載のディスプレ
イ装置。
【請求項９】
　当該ディスプレイ装置は銅箔をさらに含み、前記銅箔は前記ＡＭＯＬＥＤパネルの下面
に配置され、前記銅箔は前記印刷回路板に接続される、請求項４に記載のディスプレイ装
置。
【請求項１０】
　請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載のディスプレイ装置とプロセッサとを含む電
子デバイス。
【請求項１１】
　請求項４乃至９のうちいずれか１項に記載のディスプレイ装置とプロセッサとを含む電
子デバイス。
【請求項１２】
　ディスプレイ装置を製造する方法であって、
　ＡＭＯＬＥＤパネルとタッチパネルを製造し、前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線と前記タ
ッチパネルの出線を別個に延長するステップと、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのＡＭＯＬＥＤエリアを前記タッチパネルのタッチエリアにフ
ルに適合させるステップと、
　前記タッチパネルの上面にカバーガラス（ＣＧ）をフルに適合させるステップと、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルの背面側に保護層を適合させるステップと、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのセクタエリア上のファンアウトルーティングと前記タッチパ
ネル上のファンアウトルーティングに熱圧縮処理を行い、前記ＡＭＯＬＥＤパネルにチッ
プＩＣの上面を接合し、前記タッチパネルに前記チップＩＣの下面を接合するステップと
、
　前記チップＩＣに別個に接合された前記ＡＭＯＬＥＤパネルの出線及び前記タッチパネ
ルの出線を画面の背面側に曲げ、接着剤を使用することにより前記ＡＭＯＬＥＤパネルの
出線及び前記タッチパネルの出線を前記画面の背面側に取り付けるステップであり、曲げ
軸は、確保された曲げエリアの長い側に平行であり、統合されたディスプレイ及びタッチ
制御画面を形成する、ステップと、
　前記統合されたディスプレイ及びタッチ制御画面の出線延長端を印刷回路板に接続して
前記ディスプレイ装置を形成するステップと、
　を含む方法。
【請求項１３】
　前記タッチパネルのタッチエリアの下端から、前記チップＩＣが前記タッチパネルに接
合された前記確保された曲げエリアへの距離は、前記ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウト
長より大きい、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記保護層は、発泡体と銅箔を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのセクタエリア上のファンアウトルーティングに熱圧縮処理を
行い、前記ＡＭＯＬＥＤパネルにチップＩＣの上面を接合する前に、当該方法は、
　前記ＡＭＯＬＥＤパネルのファンアウトに補強処理を行うステップ
　をさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記タッチパネル上のファンアウトルーティングに熱圧縮処理を行い、前記タッチパネ
ルに前記チップＩＣの下面を接合する前に、当該方法は、
　前記タッチパネルのファンアウトに補強処理を行うステップ
　をさらに含む請求項１２に記載の方法。
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【要約の続き】
イ装置を製造するのに比較的多数のコンポーネントを使用する必要がある結果として低い歩留まりと高いコストをも
たらす従来技術の問題を解決する。
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